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(57) Hauptanspruch: Modul (10) mit einem elektrischen 
Bauteil (3),
– mit einem inneren Gehäuse (1), welches das elektrische 
Bauteil (3) umgibt und welches wenigstens an einer Außen
seite erste elektrische Kontaktmittel (2) aufweist,
– mit einem äußeren Gehäuse (5), in dessen Innerem das 
innere Gehäuse (1) angeordnet ist,
– wobei das äußere Gehäuse (5) zweite elektrische Kontakt
mittel (6) aufweist,
– wobei die zweiten elektrischen Kontaktmittel (6) sich von 
dem Inneren bis zu wenigstens einer Außenseite des äuße
ren Gehäuses (5) erstrecken, wobei die ersten und zweiten 
Kontaktmittel (2, 6) direkt miteinander verbunden sind 
dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten und zweiten Kontaktmittel (2, 6) wenigstens in 
einem Bereich einander gegenüberliegend angeordnet sind 
und das elektrische Bauteil (3) in diesem Bereich zwischen 
den ersten und zweiten Kontaktmitteln (2, 6) angeordnet ist,
wobei die ersten und zweiten Kontaktmitteln (2, 6) eine 
elektromagnetische Abschirmung für das elektrische Bauteil 
(3) bilden.



Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Modul mit 
einem elektrischen Bauteil, mit einem inneren 
Gehäuse, welches das elektrische Bauteil umgibt 
und welches wenigstens an einer Außenseite erste 
elektrische Kontaktmittel aufweist, mit einem äuße
ren Gehäuse, in dessen Innerem das innere 
Gehäuse angeordnet ist, wobei das äußere Gehäuse 
zweite elektrische Kontaktmittel aufweist, wobei die 
zweiten elektrischen Kontaktmittel sich von dem 
inneren bis zu wenigstens einer Außenseite des 
äußeren Gehäuses erstrecken.

[0002] Stand der Technik ist eine Verpackung eines 
mikromechanischen Sensors in ein Chipgehäuse 
aus Kunststoff mit metallischem oder organischem 
Substrat (Leadframe, Laminat) als Sensorelement. 
Für den Einsatz als peripherer Sensor, z.B. für peri
phere Beschleunigungssensoren in Kraftfahrzeugen, 
werden die Sensorelemente auf eine Leiterplatte als 
Zwischenträger in ein Außengehäuse montiert.

Offenbarung der Erfindung

Vorteile der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einem Modul mit 
einem elektrischen Bauteil, mit einem inneren 
Gehäuse, welches das elektrische Bauteil umgibt 
und welches wenigstens an einer Außenseite erste 
elektrische Kontaktmittel aufweist, mit einem äuße
ren Gehäuse, in dessen Innerem das innere 
Gehäuse angeordnet ist, wobei das äußere Gehäuse 
zweite elektrische Kontaktmittel aufweist, wobei die 
zweiten elektrischen Kontaktmittel sich von dem 
Inneren bis zu wenigstens einer Außenseite des 
äußeren Gehäuses erstrecken. Der Kern der Erfin
dung besteht darin, daß die ersten und zweiten Kon
taktmittel miteinander verbunden sind. Vorteilhaft 
sind die ersten und zweiten Kontaktmittel direkt mit
einander verbunden, d.h. ohne eine dazwischen 
angeordnete Leiterplatte. Hierdurch kann das erfin
dungsgemäße Modul, einfacher, kleiner und kosten
günstiger hergestellt werden.

[0004] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfin
dung sieht vor, daß die ersten und zweiten Kontakt
mittel wenigstens in einem Bereich einander gegen
überliegend angeordnet sind und das elektrische 
Bauteil in diesem Bereich zwischen den ersten und 
zweiten Kontaktmitteln angeordnet ist. Vorteilhaft ist 
so eine elektromagnetische Abschirmung für das 
elektrische Bauteil geschaffen. Eine vorteilhafte Aus
gestaltung der Erfindung sieht vor, daß die ersten 
und zweiten Kontaktmittel durch eine Schweißver
bindung, Lötverbindung, Pressverbindung oder 
Drahtbondverbindung miteinander verbunden sind. 

Vorteilhaft ist auch, daß das innere Gehäuse in dem 
äußeren Gehäuse mittels einer Klebeverbindung, 
einer Vergußmasse oder infolge Umspritzen befes
tigt ist. Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung 
der Erfindung sieht vor, daß das Modul ein Sensor
modul ist, wobei das elektrische Bauteil ein, insbe
sondere mikromechanisch ausgestalteter, Sensor 
ist. Vorteilhaft sind in dem Sensormodul außer dem 
elektrischen Bauteil auch weitere Bauelemente 
integriert, die im Stand der Technik auf der Leiter
platte angeordnet sind.

[0005] Vorteilhaft ist ein Sensor mit einem mikrome
chanischem Sensorelement, bei dem das Sensor
modulgehäuse ohne zusätzliche Leiterplatte direkt 
in das Außengehäuse verbaut ist. Durch eine geeig
nete Anordnung der Bauelemente wird erreicht, dass 
das Sensorelement und die elektronische Auswerte
schaltung gut gegen elektrische und magnetische 
Störfelder und gegen Umwelteinflüsse geschützt 
sind. Optional werden zuätzlich benötigte passive 
elektrische Bauteile z.B. keramische Chipkondensa
toren in das Modulgehäuse integriert. Der erfin
dungsgemäße Aufbau birgt eine Reihe von Vorteilen. 
Der Sensor kann ohne Leiterplatte oder eine sons
tige Unterlage bzw. ein sonstiges Substrat beson
ders kostengünstig hergestellt werden. Die Bau
größe des Sensor kann verringert werden. 
Montageschritte und Prozesse zur Befestigung und 
Kontaktierung des Sensormoduls auf der Leiterplatte 
entfallen, wie z.B. SMD-Bestücken, Löten. Montage
schritte zur Befestigung und Kontaktierung der Lei
terplatte im Außengehäuse entfallen, wie z.B. Ein
pressen. Dadurch können Kosten gespart und die 
Qualität verbessert werden Für den Verschluss des 
Außengehäuses können bei dem erfindungsgemä
ßen Modul Techniken eingesetzt werden, die mit 
der herkömmlichen Leiterplattentechnik nicht kom
patibel sind oder zu Qualitätseinbußen führen wür
den, wie z.B. Verguss, oder Direktumspritzen des 
inneren Gehäuses mit dem äußeren Gehäuse.

Zeichnung

Fig. 1 zeigt ein Modul mit einem elektrischen 
Bauteil im Stand der Technik.

Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Modul mit 
einem elektrischen Bauteil.

Ausführungsbeispiel

[0006] Fig. 1 zeigt ein Modul mit einem elektrischen 
Bauteil im Stand der Technik. Stand der Technik ist 
eine Verpackung eines mikromechanischen Sensors 
3 in ein Chipgehäuse 1 aus Kunststoff mit metall
ischem oder organischem Substrat (Leadframe, 
Laminat) als Sensorelement. Für den Einsatz als 
peripherer Sensor, z.B. für periphere Beschleuni
gungssensoren in Kraftfahrzeugen, werden die Sen
sorelemente auf eine Leiterplatte 4 als Zwischenträ
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ger in ein Außengehäuse 5 montiert. Zusätzlich sind 
auf der Leiterplatte 4 oft weitere passive elektrische 
Bauteile, zumeist keramische Kondensatoren, ent
halten. Als EMV-Schutz ist das Modul häufig so auf 
der Leiterplatte 4 angeordnet, daß die Sensorchips 3 
oder auch Auswerteschaltungen 3 zwischen dem im 
Chipgehäuse 1 enthaltenen Trägerstreifen (Lead
frame) 2 und einer metallischen Fläche, z.B. einer 
Massefläche auf der Leiterplatte 4 liegen, um eine 
metallische Abschirmung zu erreichen. Die Leiter
platte 4 ist in dem Außengehäuse 5 montiert und an 
Kontaktstiften 6 montiert, die vom inneren des 
Außengehäuses 5 zu einer äußeren Seite reichen 
und elektrische Kontaktiermöglichkeiten nach 
außen darstellen.

[0007] Fig. 2 zeigt ein erfindungsgemäßes Modul 
mit einem elektrischen Bauteil.
Ein Sensorelement 1, bestehend aus einem mikro
mechanischen Sensorchip 3 mit Auswerteschaltung 
und einem metallischen Leadframe 2 ist in ein 
Außengehäuse 5 eingebaut. Alternativ zum metalli
schen Leadframe kann das Modul auch ein Laminat 
als Trägersubstrat mit metallischen Leiterbahnen 
beinhalten (LGA). Zur Kontaktierung des Sensormo
duls sind metallische Anschlusspins 6 im Außenge
häuse vorhanden. Die Pins 6 sind so gestaltet, dass 
ein Teil eines der Anschlusspins 6 flächig unter dem 
Sensorelement 1 angeordnet ist, sodass Sensorchip 
und Auswerteschaltung 3 zwischen dem metalli
schen Leadframe 2 des Modulgehäuses 1 und dem 
flächig ausgeprägten Teil des Anschlusspins 6 lie
gen. Hierdurch wird eine gute metallische Abschir
mung von Sensorchip und Auswerteschaltung 3 
erzielt.

[0008] Das Sensorelement 1 ist durch Kleben, Ver
guss oder Umspritzen mit geeigneten Materialien im 
Außengehäuse befestigt. Die elektrischen 
Anschlüsse des Sensormoduls sind mit den 
Anschlusspins elektrisch leitfähig verbunden, z.B. 
durch eine Schweiß-, Löt- oder Drahtbondverbin
dung, kalte Kontaktiertechnik (z.B. Verpressen) 
oder anisotrope oder isotrope Leitkleber.

[0009] Zum Betrieb des Sensorelements 1 erforder
liche zusätzliche aktive oder passive Bauelemente 
können in das Sensorelement 1 oder die im Sensor
element 1 enthaltene Auswerteschaltung 3 integriert 
werden. Ein zusätzliches Substrat 4 (Leiterplatte) wie 
im Stand der Technik ist nicht erforderlich.

[0010] Die Erfindung ist nicht auf Sensormodule 
beschränkt. Ein verallgemeinertes Ausführungsbei
spiel gemäß der schematischen Fig. 2 beschreibt 
ein Modul 10 mit einem elektrischen Bauteil 3, mit 
einem inneren Gehäuse 1, welches das elektrische 
Bauteil 3 wenigstens teilweise umgibt und welches 
wenigstens an einer Außenseite erste elektrische 
Kontaktmittel 2 aufweist, die das elektrische Bauteil 

3 elektrisch kontaktierbar machen. Das Modul 10 
weist weiterhin ein äußeres Gehäuse 5 auf, in des
sen Innerem das innere Gehäuse 1 angeordnet ist. 
Dabei weist das äußere Gehäuse 5 zweite elektri
sche Kontaktmittel 6 auf, die sich von dem inneren 
des äußeren Gehäuses 5 bis zu wenigstens einer 
Außenseite des äußeren Gehäuses 5 erstrecken. 
Erfindungsgemäß sind die ersten und zweiten Kon
taktmittel (2, 6) miteinander verbunden sind. Diese 
Verbindung ist direkt, das heißt ohne eine dazwi
schen befindliche Leiterplatte 4 (nach Fig. 1) oder 
ein anderes dazwischen angeordnetes Substrat, 
ausgeführt. Die ersten und zweiten Kontaktmittel 2, 
6 können wie hier gezeigt wenigstens in einem 
Bereich einander gegenüberliegend angeordnet 
sein, wobei das elektrische Bauteil 3 in diesem 
Bereich zwischen den ersten und zweiten Kontakt
mitteln 2, 6 angeordnet ist, derart, daß die ersten 
und zweiten Kontaktmitteln 2, 6 eine elektromagneti
sche Abschirmung für das elektrische Bauteil 3 bil
den.

Patentansprüche

1. Modul (10) mit einem elektrischen Bauteil (3), 
– mit einem inneren Gehäuse (1), welches das 
elektrische Bauteil (3) umgibt und welches wenigs
tens an einer Außenseite erste elektrische Kontakt
mittel (2) aufweist, 
– mit einem äußeren Gehäuse (5), in dessen Inne
rem das innere Gehäuse (1) angeordnet ist, 
– wobei das äußere Gehäuse (5) zweite elektrische 
Kontaktmittel (6) aufweist, 
– wobei die zweiten elektrischen Kontaktmittel (6) 
sich von dem Inneren bis zu wenigstens einer 
Außenseite des äußeren Gehäuses (5) erstrecken, 
wobei die ersten und zweiten Kontaktmittel (2, 6) 
direkt miteinander verbunden sind dadurch 
gekennzeichnet, dass 
die ersten und zweiten Kontaktmittel (2, 6) wenigs
tens in einem Bereich einander gegenüberliegend 
angeordnet sind und das elektrische Bauteil (3) in 
diesem Bereich zwischen den ersten und zweiten 
Kontaktmitteln (2, 6) angeordnet ist, 
wobei die ersten und zweiten Kontaktmitteln (2, 6) 
eine elektromagnetische Abschirmung für das elekt
rische Bauteil (3) bilden.

2. Modul (10) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten Kon
taktmittel (2, 6) durch eine Schweißverbindung, Löt
verbindung, Pressverbindung oder Drahtbondver
bindung miteinander verbunden sind.

3. Modul (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
innere Gehäuse (1) in dem äußeren Gehäuse (5) 
mittels einer Klebeverbindung, einer Vergussmasse 
oder infolge von Umspritzen befestigt ist.
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4. Modul (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Modul (10) ein Sensormodul ist, wobei das elektri
sche Bauteil (3) ein, insbesondere mikromechanisch 
ausgestalteter, Sensor ist.

5. Modul (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
direkte Verbindung der ersten und zweiten Kontakt
mittel (2, 6) ohne eine dazwischen befindliche Lei
terplatte oder ein anderes dazwischen angeordne
tes Substrat ausgeführt ist.

6. Modul (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
ersten Kontaktmittel (2) einen metallischen Lead
frame (2) umfassen, wobei die zweiten elektrischen 
Kontaktmittel (6) metallische Anschlusspins (6) 
umfassen, wobei die metallischen Anschlusspins 
(6) so gestaltet sind, dass ein Teil eines der metalli
schen Anschlusspins (6) flächig unter dem inneren 
Gehäuse (1) angeordnet ist, sodass das elektrische 
Bauteil (3) zwischen dem metallischen Leadframe 
(2) und dem flächig ausgeprägten Teil des 
Anschlusspins (6) liegt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen

4/5

DE 10 2007 031 562 B4 2024.01.18



Anhängende Zeichnungen
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